

证券简称：艾为电子                            证券代码：688798
上海艾为电子技术股份有限公司
投资者关系活动汇总表
（2026年5月27日-2026年6月5日）
	投资者关系活动类别

	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观	
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称
	东证资管、汇丰晋信基金、易方达基金

	时间
	2026年5月27日、2026年6月3日、2026年6月5日

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书：余美伊

	投资者关系活动主要内容介绍

	第一部分：解读公司2026年第一季度报告并介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。

第二部分：问答环节
问题一：公司2026年第一季度各下游客户的需求情况？
回答：一季度消费电子下游市场受存储供应短缺影响面临阶段性挑战，公司通过持续优化产品矩阵、加速新产品迭代导入，实现了国内市场份额的相对稳定；同时，公司持续深化海外客户拓展，相关业务在一季度实现较快增长。在工业领域，公司积极把握制造业需求复苏、自动化渗透率持续提升的行业机遇，在工业控制、能源、通信、医疗等市场持续拓展客户资源，多款新产品陆续实现量产并逐步形成规模化交付能力。在汽车电子领域，公司依托车规级呼吸灯、中大功率音频及电源管理等产品的技术积淀，与存量客户的合作持续深化，相关业务保持较快增长；同时，新客户拓展也取得进展，多家国内主流新能源车企已顺利进入规模化交付阶段。

问题二：公司2026年第一季度毛利率下降的原因？
回答：一季度综合毛利率的下降，主要是公司应对市场需求结构的变化，在保持市场份额的同时，对产品矩阵和定价体系进行了适当优化，上述经营策略在短期内对公司综合毛利率带来一些压力。

问题三：公司费用投入情况如何？
回答：公司一季度总费用投入为2.01亿元，同比增长11.6%。其中，销售费用同比下降8.3%，管理费用同比增长3.3%。公司继续加大研发投入力度，研发费用投入1.28亿元，同比增长4.1%，研发投入占营业收入的比例为19.79%，较2025年同期提升0.58个百分点。此外，一季度财务费用增长较快。一方面是受美元汇率波动影响，产生汇兑损失1,246万元，另一方面，公司在一季度完成可转债发行后，计提利息费用662万元。

问题四：研发人员情况及研发进展？
回答：截至2025年底，公司研发人员674人，同比增长22.1%，占公司总人数的69.6%；掌握核心技术75项，累计取得发明专利484个，实用新型专利238个，外观设计专利7个，软件著作权134个，集成电路布图登记634个。

问题五：公司新产品布局情况？
回答：今年以来，公司围绕音频、电源与信号链、传感器、端口保护等领域密集推出多款产品，进一步完善产品布局，为各业务板块增长提供坚实支撑。音频领域实现多点突破，先后发布NPU语音芯片、DSP音频功放、中大功率音频功放、高保真音频开关，多款产品搭载自研SKTune神仙算法，通过集成DSP、IV Sense等技术实现性能升级，覆盖智能语音、消费电子、车载音频等场景需求。电源与信号链领域，推出双通道零漂移运算放大器、高效率升压变换器，前者完善了工业信号链产品布局，后者为便携设备提供稳定可靠的供电解决方案。传感器领域，发布高压40V Hyper-Hall™，为工业智能化升级提供解决方案，进一步巩固公司在磁传感器领域的技术优势。端口保护领域，先后推出集成8KV ESD能力的高带宽USB保护开关、OVP+OCP一体化保护芯片及Plus-TVS产品，分别针对USB接口、AI可穿戴设备及端口浪涌防护场景，有效解决终端设备的安全防护痛点。
问题六：公司产品在AR/AI眼镜上拓展情况？
回答：公司高度重视AR/AI眼镜作为下一代人机交互中心的发展潜力，并积极进行战略布局。在技术与产品层面，公司依托在高性能音频解决方案、完整的Haptic触觉反馈解决方案、高性能数模混合芯片、电源管理及信号链等领域的长期积累，已构建起能够支持不同形态AR/AI设备的产品矩阵。其中，音频与触觉反馈方案致力于提升设备的沉浸式交互体验，而数模混合芯片、电源管理等核心元器件则为设备实现轻量化、长续航和稳定运行提供了关键支撑。市场拓展方面，公司也取得积极进展。2025年以来，多家厂商新发布的AR/AI设备采用了公司的芯片解决方案。

问题七：公司车规测试中心的建设进展，该测试中心投产后会给公司带来哪些影响？
回答：公司上海临港车规级测试中心项目目前按既定计划推进，投产后将提升公司车规级芯片测试验证能力。随着公司汽车电子业务持续拓展，车规芯片测试需求快速增长，下游客户对产品质量与功能的要求不断提高，现有上游封测企业提供的测试服务已无法充分满足公司需求。同时，上游封测产能整体偏紧，外协厂商优先保障量产产品的测试需求，导致公司在研产品的测试排期与资源保障不足。公司车规级测试中心建成投产后，将有效缓解上述测试资源瓶颈，提升车规级芯片研发效率。根据建设规划，该测试中心可独立开展可靠性测试、产品性能测试分析及失效分析等业务，能够实现十万级的工程测试需求，对样品进行全面的功能验证；同时，可实现百万级的量产测试需求，对在产品的各类缺陷进行检测，保障产品良率。

问题八：请问公司可转债募投项目的进展情况如何？
回答：公司严格按照募集资金使用计划，推进各项募投项目建设。其中，全球研发中心及产业化一期项目已于2025年第四季度完成奠基，目前正稳步推进土建施工，各项建设工作按既定节点有序开展；与此同时，端侧AI、运动控制、车载芯片等募投项目也在按计划稳步推进。


	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年6月6日






